Dell EMC PowerEdge MX750c
Teknik Ozellikler
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Teknik ozellikler

Bu bdlumde sisteminizin teknik ve gevresel 6zelliklerine deginilmistir.
Konular:

. Kizak boyutlari

*  Kizak agirhg

o Islemci 6zellikleri

*  Desteklenen igletim sistemleri

e Sistem pili 6zellikleri

. Bellek 6zellikleri

. PERC, Mezzanine ve Mini Mezzanine yuvalari teknik ozellikleri
e SUrdcu ozellikleri

. Depolama denetleyicisi 6zellikleri.

. Baglanti noktalari ve konektdrlerin dzellikleri
*  Video ozellikleri

¢« Cevre 0zellikleri

Kizak boyutlari
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Rakam 1. PowerEdge MX750c kizak boyutlari

Tablo 1. PowerEdge MX750c sisteminin kizak boyutlari

X Y Z (kolu kapal).

250,2 mm (9,85 ing) 42,15 mm (1,65 ing) 594,99 mm (23,42 in¢)
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Kizak agirhgi

Tablo 2. PowerEdge MX750c kizak agirhgi

Sistem yapilandirmasi

Maksimum agirhk

6x25ing

8,3 kg (18,29 libre)

4x2,5ing

8.1 kg (17,85 libre)

Islemci 6zellikleri

Tablo 3. PowerEdge MX750c islemci teknik 6zellikleri

Desteklenen islemci

Desteklenen islemci sayisi

3. Nesil Olgeklenebilir Intel Xeon islemciler40 cekirdege kadar
cekirdek destegi ile 3. Nesil Olgeklenebilir Intel Xeon islemailer

ikiye kadar

Desteklenen isletim sistemleri

PowerEdge MX750c sistem asagidaki isletim sistemlerini destekler:

Canonical Ubuntu Server LTS
Microsoft Windows Server + Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi/vSAN

Citrix Hypervisor

Daha fazla bilgi icin www.dell.com/ossupport adresine gidin.

Sistem pili ozellikleri

PowerEdge MX750c sistem, CR 2032 3,0 V lityum dugme pil destekler.

Bellek ozellikleri

PowerEdge MX750c sistem en iyi duruma getirilmis ¢alisma igin asagidaki bellek ¢zelliklerini destekler.

Tablo 4. PowerEdge MX750c bellek teknik 6zellikleri

Tek islemci Cift islemciler
DIMM tipi | DIMM derecesi DIMM Minimum . . Minimum . .
P kapasitesi sistem Maksimum sistem sistem Maksimum sistem
kapasitesi kapasitesi kapasitesi kapasitesi
Tek asamall 8 GB 8 GB 128 GB 16 GB 256 GB
16 GB 16 GB 256 GB 32 GB 512 GB
RDIMM
Cift asamall 32 GB 32 GB 512 GB 64 GB 1TB
64 GB 64 GB 17B 128 GB 27TB
Dort agamali 128 GB 128 GB 27TB 256 GB 47TB
LRDIMM
Sekiz agamall 256 GB 256 GB 47TB 512 GB 8TB
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Tablo 5. Bellek modiilii soketleri

Bellek modiilii soketleri Hiz

32, 288 pim 3200 MT/sn, 2933 MT/sn, 2666 MT/s

NOT: Intel Optane PMem 200 Serisi yapllandirmalariyla 8 GB RDIMM desteklenmez.

NOT: 256 GB LRDIMM vyalnizca X4 evrensel arka yUz yapilandirmasinda desteklenir. Intel Optane PMem 200 Serisi yapilandirmalariyla
birlikte kullanilamaz.

NOT: PMem, RDIMM'ler ve LRDIMM'ler ile karistirlabilir.

NOT: PMem, 256 GB LRDIMM ile birlikte kullanilamaz.

NOT: Intel Veri merkezi kalici bellek modulti ¢alisma modlarinin (App Direct, Memory Mode) soket iginde veya soketlerde karistiriimasi
desteklenmez.

NOT: Bellek DIMM yuvalari galigirken takilabilir degildir.

NOT: Intel Optane PMem 200 Serisi kurulum y&nergeleri hakkinda daha fazla bilgi icin www.dell.com/poweredgemanualsadresindeki
sistemin Kurulum ve Servis Kilavuzu'na bakin.

©O_ 0000 00

PERC, Mezzanine ve Mini Mezzanine yuvalari teknik
ozellikleri

PowerEdge MX750c sistemi sunlari destekler:

PERC i¢in bir adet x16 PCle Gen4 yuvasi — islemci 1'e baglanir
Mezz A igin bir adet x16 PCle Gen4 — islemci 1'e baglanir
Mezz B igin bir adet x16 PCle Gen4 — iglemci 2'ye baglanir
Mezz karti igin bir adet x16 PCle Gen4 — iglemci 2'ye baglanir

@ NOT: Genigletme karti kurulum y&nergeleri hakkinda bilgi icin www.dell.com/poweredgemanualsadresindeki sistemin Kurulum ve
Servis Kilavuzu'na bakin.

Surucu ozellikleri

Siruciler

-Dell EMC PowerEdge MX750c sistemi sunlari destekler:

e X6 SAS/SATA BP yapilandirmasinda 6 x 2,5 ing galigirken degistirilebilir SAS, SATA surtcdleri desteklenir.

e X6 evrensel BP yapilandirmasinda 6 x 2,5 in¢ galisirken degistirilebilir NVMe, SATA desteklenir.

e x4 evrensel BP yapilandirmasinda desteklenen 4 x 2,5 ing galisirken degistirilebilir NVMe, SAS, SATA suruculeri.

@ NOT: NVMe PCle SSD U.2 cihazini galigirken degistirme hakkinda daha fazla bilgi igin, https://www.dell.com/support > Browse all
products > Data Center Infrastructure > Storage Adapters & Controllers > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCle
SSD > Documentation > Manuals and Documents adresindeki Dell Express Flash NVMe PCle SSD Kullanici Kilavuzu'na bakin.

Depolama denetleyicisi ozellikleri.

Sistem asagidaki denetleyici kartlarini destekler:
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Tablo 6. PowerEdge MX750c sisteminin depolama denetleyici kartlar

ic denetleyiciler Harici denetleyiciler
e PERC H745P MX e PERC H745P MX
e PERC H755 MX e HBA330 MMZ
o HBA350i MX
e Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x

M.2 SSDs 240 GB or 480 GB

Baglanti noktalari ve konektorlerin ozellikleri

USB baglanti noktalarinin 6zellikleri

Tablo 7. PowerEdge MX750c sistemi USB teknik 6zellikleri

On Dahili
USB baglanti noktasi Kanatcik noktalarinin sayisi USB baglanti noktasi Kanatcik noktalarinin sayisi
USB 3.0 uyumlu baglanti Bir Dahili USB 3.0 uyumlu baglanti | Bir
noktasl noktasl

iDRAC Direct baglanti noktasi | Bir
(Micro-AB USB 2.0 uyumlu
baglanti noktas)

@l NOT: Micro USB 2.0 uyumlu baglanti noktasi, yalnizca iDRAC Direct veya bir yénetim baglanti noktasi olarak kullanilabilir.

IDSDM

-PowerEdge MX750c sistemi, Dahili Cift SD modulind (IDSDM) destekler.
IDSDM, iki microSD kartini destekler ve asagidaki yapilandirmalarda kullanilabilir:

Tablo 8. PowerEdge MX750c desteklenen mikroSD karti depolama kapasitesi

IDSDM karti

e 16GB
o 32GB
e 64GB

@l NOT: Bir IDSDM kart yuvasi yedeklilik icin ayrilmistir.

@l NOT: IDSDM olarak yapilandirimis sistemlerle iliskili Dell EMC markali microSD kartlari kullanin.

Video ozellikleri

PowerEdge MX750c Sistem iDRAC ile timlesik 16 MB video kare arabellekli Matrox G200 W3 grafik denetleyicisini destekler.

Tablo 9. Desteklenen video coziiniirliigii secenekleri

Resolution (Coéziiniirlik) Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32

Teknik 6zellikler



Tablo 9. Desteklenen video coziiniirliigii secenekleri (devami)

Resolution (Coziiniirliik) Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32
1600 x 900 60 8,16, 32
1600 x 1200 60 8,16, 32
1680 x 1050 60 8,16, 32
1920 x 1080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32

Cevre ozellikleri
@

NOT: Cevre sertifikalari ile ilgili ek bilgi icin www.dell.com/support/home adresindeki kilavuzlar ve belgeler bslimiinde yer alan Urtiniin
Cevresel Veri Sayfasi'na bakin.

Tablo 10. Calistirma iklim araligi kategorisi A2

Sicakhk Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

<= 900 metre (<= 2953 fit) yikseklik igin sicaklik Ekipman dogrudan gunes isigina maruz kalmadan 10 ila 35°C (50 ila 95°F)
araliklar

Nem yilzdesi araliklari (her zaman yogunlasmayan) -12°C minimum yogusma noktaslyla %8 badil nem ve 21°C (69,8°F) maksimum
yogusma noktaslyla %80 badil nem arasi
Calisma yUksekligi orani azalmasi Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/300 m (33,8°F /984 fit)

oraninda dasurdldr.

Tablo 11. Calistirma iklim araligi kategorisi A3

Sicaklik Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

<= 900 metre (<= 2953 fit) yikseklik igin sicaklik Ekipman dogrudan gunes isigina maruz kalmadan 5-40°C (41-104°F).
araliklar

Nem yUzdesi araliklari (her zaman yogunlagsmayan) -12°9C minimum yogusma noktaslyla %8 bagdil nem ve 24°C (75,2°F) maksimum
yogusma noktastyla %85 bagil nem arasi

Calisma yUksekligi orani azalmasi Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/175 m (33,8°F/574 fit)
oraninda dasdrdldr.

Tablo 12. Calistirma iklim araligi kategorisi A4

Sicakhk Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

<= 900 metre (<= 2953 fit) yukseklik icin sicaklik Ekipman dogrudan giines 1sigina maruz kalmadan 5-45°C (41-113°F).
araliklar

Nem yUzdesi araliklar (her zaman yodunlagsmayan) -12°C minimum yogusma noktasiyla %8 bagil nem ve 24°C (75,2°F) maksimum
yogusma noktasiyla %90 badil nem arasi
Calisma yUksekligi orani azalmasi Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/125 m (33,8°F/410 fit)

oraninda dasurdldr.
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Tablo 13. Tim kategorilerde ortak gereksinimler

Sicaklik

Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

Maksimum sicaklik gecisi (galisma ve galisma digi igin
gegerlidir)

Bir saatte* 20°C (36°F) ve 15 dakikada 5°C (41°F), bant i¢in bir saatte 5°C
(41°F)

@ NOT: * - Bant donanimi igcin ASHRAE termal ydnergeleri uyarinca bunlar anlik
sicaklik degisiklik oranlari degildir.

Calisma disi sicaklik sinirlar

-40 ila 65°C (-104 ila 149°F)

Calisma digi nem limitleri

270C (80,6°F) maksimum nem noktaslyla %5 ila 95 bagim nem.

Maksimum calisma digi yUkseklik

12.000 metre (39.370 fit)

Maksimum galigma ytksekligi

3048 metre (10.000 fit)

Tablo 14. Maksimum titresim ozellikleri

Maksimum titresim

Ozellikler

Calisma

5 Hz ila 350 Hz degerlerinde 0,26 G,n¢'dir (tum galisma yonelimlerinde)

Depolama

10 Hz ila 500 Hz degerlerinde 15 dakika igin 1,88 G, (altl kenarin timu test
edilmigstir)

Tablo 15. Maksimum sarsinti darbesi 6zellikleri

Maksimum sarsinti darbesi

Ozellikler

Calisma 1 ms'ye kadar pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde 6 G'lik alti adet art arda
verilen sarsinti darbesi.
Depolama 2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde (sistemin her

tarafinda tek darbe) art arda verilen alti sarsinti darbesi.

Termal kisitlama matrisi

Tablo 16. PowerEdge MX750c termal kisitlamasi - islemci yapilandirmasi

ASHRAE A2 A3/A4
Ortam Destegi 30°C 35°C 40 °C (ASHRAE A3) /7 45 °C
(ASHRAE A4)
islemci 4 adet NVMe ile 4 strtcllt arka | 220 W ve Uzeri igslemciye A3'te TDP > 140 W iglemci icin
panel yapllandirmasinda 270 W | sahip islemciler 4 strtculd desteklenmez
islemci arka panel yapllandirmasinda Ad'te TDP > 135 W islemai icin
sinirlandirimalidir.
desteklenmez

Tablo 17. Termal kisitlama matrisi

Yapilandirma 6 siiriicii ve 32 DIMM ile 6 x 2,5 inc BP | 4 siiriicii ve 32 DIMM ile 4 x 2,5 inc BP
Test depolamasi SAS siiriicii NVMe siiriicii SAS siiriicii NVMe siiriicii
Ortam sicakhigi
105 W 45°C 35°C 45°C 35°C
120 W 45°C 35°C 45°C 35°C
islemci TDP 125 W 45°C 35°C 45°C 35°C
135 W 45°C 35°C 45°C 35°C
150 W 35°C 35°C 35°C 35°C

Teknik 6zellikler




Tablo 17. Termal kisitlama matrisi (devami)

Yapilandirma 6 siiriicii ve 32 DIMM ile 6 x 2,5 in¢c BP | 4 siiriicii ve 32 DIMM ile 4 x 2,5 in¢c BP

Test depolamasi SAS siiriicii NVMe siiriici SAS siiriicii NVMe siiriicii

Ortam sicakhigi

165 W 35°C 35°C 35°C 35°C

185 W 35°C 35°C 35°C 35°C

205 W 35°C 35°C 35°C 35°C

220 W Desteklenmez Desteklenmez 35°C 35°C

250 W Desteklenmez Desteklenmez 35°C 356°C

270 W Desteklenmez Desteklenmez 35°C 30°C

3;%?),%?4LVT/,D|2MD,\£C 45°C 35°C 45°C 35°C

Bellek

N Nﬁ;i;f?ggiv“ 450C 350C 450C 350C
Mini Mezzanine karti 45°C 35°C 45°C 35°C

Termal hava kisitlamalari

Termal

PowerEdge sunuculari, termal aktiviteyi otomatik olarak izleyerek sicakli diizenlemeye yardimci olan, bdylece sunucu gurdltisinu ve gig
tUketimini azaltan genis bir sensor koleksiyonuna sahiptir. MX750c'deki sensorler, fan hizini dizenleyen kasa yonetimi hizmetleri modulu ile
etkilesime girer. MX750c'yi sogutan tum fanlar MX7000 kasasinda bulunur.

PowerEdge MX750c'nin termal yénetimi, 10°C ila 35°C (50°F ila 95°F) gibi genis bir ortam sicakiigi araliklarinda en distk fan hizlarinda
calisirken bilesenlere dogru miktarda sogutma saglamak igin yiksek performans sunar (bkz. Cevresel Ozellikler boluma). Dustk fan glcu
tUketimi (daha dustk sunucu sistem guct ve veri merkezi gu¢ tuketimi) ve daha fazla akustik gok yonlluk gibi avantajlariniz olur.

Termal konular hakkinda ayrintili bilgi igin IGtfen MX7000 Teknik Kilavuzu'na bakin.

ASHRAE A3 ortami

50C'nin altinda ilk galistirma yapmayin.

Belirlenen galisma sicakligi en fazla 3050 m yukseklik igindir (10.000 fit).

Termal Tasarim Gucu (TDP) > 140 W olan daha yuksek watt degerinde islemciler desteklenmez.
Dell onayli olmayan ve/veya 30 W'den daha ylksek degere sahip ¢evre birimi kartlari desteklenmez.
PCle SSD desteklenmez.

Intel Optane PMem 200 Serisi desteklenmez.

128 GB LRDIMM desteklenmez.

ASHRAE A4 ortami

5°C'nin altinda ilk galistirma yapmayin.

Belirlenen calisma sicakligi en fazla 3050 m yukseklik igindir (10.000 fit).

Termal Tasarim Gucu (TDP) > 135 W olan daha ytksek watt degerinde islemciler desteklenmez.
Dell onayli olmayan ve/veya 30 W'den daha yUksek dedere sahip gevre birimi kartlar desteklenmez.
PCle SSD desteklenmez.

Intel Optane PMem 200 Serisi desteklenmez.
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e 128 GB LRDIMM desteklenmez.

Teknik 6zellikler 1"



	Dell EMC PowerEdge MX750c Teknik Özellikler 
	İçindekiler
	Teknik özellikler
	Kızak boyutları
	Kızak ağırlığı
	İşlemci özellikleri
	Desteklenen işletim sistemleri
	Sistem pili özellikleri
	Bellek özellikleri
	PERC, Mezzanine ve Mini Mezzanine yuvaları teknik özellikleri
	Sürücü özellikleri
	Sürücüler

	Depolama denetleyicisi özellikleri.
	Bağlantı noktaları ve konektörlerin özellikleri
	USB bağlantı noktalarının özellikleri
	IDSDM

	Video özellikleri
	Çevre özellikleri
	Termal kısıtlama matrisi
	Termal hava kısıtlamaları



